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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重ね合わされた複数の基板を加圧して貼り合わせる加圧ユニットを備え、
　前記加圧ユニットは、
　前記複数の基板が載置される載置部と、
　前記載置部を介して前記複数の基板を加圧する加圧部と、
を有し、
　前記複数の基板の外周部における前記加圧部の加圧力が、前記外周部より内側の領域に
おける前記加圧部の加圧力よりも小さいことを特徴とする基板貼り合わせ装置。
【請求項２】
　前記加圧部は、前記内側の領域に配置されている請求項１に記載の基板貼り合わせ装置
。
【請求項３】
　前記加圧部が前記載置部を加圧する領域は、前記複数の基板に素子が形成された素子形
成領域内である請求項１または２に記載の基板貼り合わせ装置。
【請求項４】
　前記載置部を介して前記複数の基板を加熱する加熱部を備え、
　前記加圧部は、前記加熱部および前記載置部を介して前記複数の基板を加圧する請求項
１から３のいずれか一項に記載の基板貼り合わせ装置。
【請求項５】
　前記加熱部は、素子形成領域外まで配されている請求項４に記載の基板貼り合わせ装置
。
【請求項６】
　前記加熱部は、前記複数の基板の外側まで配されている請求項５に記載の基板貼り合わ
せ装置。
【請求項７】
　前記加熱部は、前記載置部よりも外側まで配されている請求項５または６に記載の基板
貼り合わせ装置。
【請求項８】
　前記載置部の外縁は、前記複数の基板の外縁またはその外側に位置する請求項７に記載
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の基板貼り合わせ装置。
【請求項９】
　前記加圧ユニットは、前記加熱部に当接して配され、前記複数の基板を冷却する冷却部
をさらに有し、
　前記冷却部は、前記複数の基板の外縁またはその外側まで配される請求項８に記載の基
板貼り合わせ装置。
【請求項１０】
　前記加圧ユニットと、
　前記加圧ユニットに向かい合った他の加圧ユニットとを備え、
　前記加圧ユニットと前記他の加圧ユニットとの間で前記複数の基板を加圧する請求項１
から９のいずれか一項に記載の基板貼り合わせ装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の基板貼り合せ装置により基板を貼り合せるこ
とを含む積層半導体装置製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の積層半導体装置製造方法により製造された積層半導体装置。
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